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(54) Fugenfüllungsprofil und Verfahren zu seiner Herstellung

(57) Um ein Verfahren zur Herstellung einer für neue
geeignete Fugenfüllungen zwischen Bodenplatten sowie
entsprechende Fugenfüllungsprofile anzugeben, bei
welchen Flankenabrisse im Dehnfugenbereich auf ein
Minimum reduziert, vorzugsweise verhindert werden und
die den unterschiedlichen oben genannten Anforderun-
gen genügen, wird mit vorliegender Erfindung ein Ver-

fahren zur Herstellung einer für fertigteiltechnische An-
wendungen geeigneten Fugenabdichtung zwischen Fer-
tigteilplatten vorgeschlagen, wobei an den freien oberen
zueinander weisenden Kanten benachbarter Fertigteil-
platten eine im Wesentlichen horizontal verlaufende Fu-
genverbreiterung ausgeführt wird und die Fuge mit Fu-
genvergussmasse oberflächenbündig bis in die Fugen-
verbreiterung verfüllt wird.
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